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摘要

本次國際會議為2015 ISSP，於京都舉辦，本次會議是透過各國濺鍍技術交流為主，並透過掌握最新的濺鍍技術資訊可用於元件製備流程，達到薄膜最佳化之目的，透過來自不同國家之學長所提出的成果發表學習到如何控制濺鍍參數進行薄膜成長並同時應用於相關元件，達到薄膜最佳化與提升元件穩定度之目的，透過本次國際會議並與外國學者交流學習到如何將濺鍍技術應用於RRAM與TFT元件製備上同時學習到濺鍍技術之參數最佳化，薄膜成長特性取決於濺鍍時的功率、沉積時間、工作溫度與氣體流量，本次國際會議交流更能夠清楚掌握濺鍍薄膜沉積技術的關鍵要點，於往後的研究與製程上均是一大貢獻與進展。
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一、目的

參加ISSP 2015國際學術研討會，並發表外加應力對電阻式記憶體之電性影響的研究成果。希望在會議過程中，更加精進相關知識與產業應用，期望能夠將各國研究之成果與技術學習並加使應用於研究上。以下為學生發表論文之海報。
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二、過程

本次參加會議是ISSP 2015國際學術研討會，會議於日本京都Rsearch Park舉辦，會議期間有多所國際學校分享學術論文。

學生於此會議發表一篇「Influence of External Mechanical Stress on the SiO2-based Resistive Memory」之論文，而本論文主要係在探討外加應力對電阻式記憶體之電性影響，由於外加應力會對元件薄膜造成型變，進而影響元件之轉態特性，例如操作電壓分布與位能障高度之變化，藉由分析個應力對元件所產生之影響分析元件所能承受最大應力之範圍與操作穩定度，進而在之後產品生產上提供相關知訊與參考。以下為學生與專家學者討論過程。
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三、心得及建議
出國參加國際會議與國外學生交流是讀碩士班的目標之一，想藉由與來自各國的學長討論並分享彼此研究上的經驗，來自各個領域的學術論文雖不全都是相關學識方面，但是透過本次國際會議的參與也見識到技術層面新的應用與成果，在未來的研究與實驗方向都提供了很大的幫助。此外參加國際會議的挑戰就是用英文提問與回答這也提供了一個練習外語的管道，進一步提升了英文問答的能力與自信。透過本次參加會議的機會也透過閒暇之餘的時間體會日本當地的風俗民情，體會不同國家間的文化差異與值得借鏡的方向。
這次會議的地點就離地點站出口不遠，透過日本方便的交通網通往會場路線不複雜，且主辦單位有提供詳細的交通位置，出車站後步行約五分鐘即可到達會場位置。會議中有豐富的餐點備製讓我們在學術交流的同時也能夠有輕鬆的氛圍享受這場會議的過程。透過大型國際會議的參與能透拓展國際觀與增加在國際間的能見度，使學校的名聲能夠在國際交流的會議上讓更多人認識，也能更進一步的使台灣學術界的名聲更加傳揚國際。
最後感謝指導教授劉志益老師的指導與鼓勵，以及感謝國立高雄應用科技大學的補助與支持，讓我有機會參與此次國際學術研討會。
四、攜回資料和內容

ISSP 2015 會議程序與光碟。
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